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Echtzeitregelung des Laserbohrens von kleinen

Durchkontaktierungen

Motivation

Hochprizises Bohren und Abtragen sind wichtige
Bearbeitungsverfahren in der Mikroelektronik.
Leiterplatten bilden die Basis mikroelektronischer
Systeme. Sie folgen den Trends der Halbleitertechnik
hin zu steigender Integrationsdichte und
Miniaturisierung, wozu kleinere Durchkontaktierungen
(sog. Mikrovias) in komplexen Mehrlagensystemen in
grofRerer Zahl notwendig sind. Hinzu kommt eine
enorme Anwen-dungsbreite der Mikroelektronik mit
entsprechend vielfiltigen Materialien. Das Bohren der
Mikrovias muss glinstig, schnell, genau und flexibel
anpassbar sein. Das Laserbohren erfiillt diese
Anforderungen, erfordert bei der Einrichtung allerdings
ein detailliertes Expertenwissen. Einzelne fehlerhafte
Mikrovias konnen zum Ausfall des gesamten Bauteils
fiihren, was in sicherheitsrelevanten Anwendungen zu
grofien Schiden fithren kann.

Ziele und Vorgehen

Diesem zunehmenden Problem lasst sich durch eine
Echtzeitregelung des Bohrprozesses begegnen, die eine
100 %-Priifung der Bohrungsqualitit, sinkende Gesamt-
kosten und Zukunftsfihigkeit in Bezug auf kleinere
Mikrovias und diinnere Materialien kombiniert. Die
Echtzeitregelung beobachtet die Interaktion zwischen
Laserstrahlung und Material und ermdoglicht es der
Anlage, innerhalb von Mikrosekunden auf Verdnderun-
gen zu reagieren, z. B. den Prozess zu stoppen, wenn eine
Materiallage der Leiterplatte durchgebohrt ist. Damit
wird es erstmals moglich sein, jedes Mikrovia material-
spezifisch optimal zu bohren.

Innovation und Perspektiven

Fir die Lasertechnik stellt eine Echtzeitregelung einen
wichtigen Schritt dar: Bisher braucht es Expertenwissen,
um die komplexe Interaktion von Laserstrahlung und
Material so einzustellen, dass hochwertige Produkte
entstehen. Die Flexibilitit des Werkzeugs Laser wird mit
automatisierten Prozessen sehr viel leichter und in
groflerem Umfang nutzbar.
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